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Projekt-Titel 

Bewerbende (Professur, Team, 
Personen, Institut) 

Kontakt (Tel., E-Mail) 

Projekttyp lt. Infoblatt 

Patente / IP 

Keywords 

Teilnahme Workshop 
27.6.24 

Teilnahme Präsentation 
4.7. 24 

2. Beschreiben Sie Ihre Technologie bzw. Ihr Verfahren sowie insbes. den
innovativen Charakter  gegenüber dem aktuellen Entwicklungsstand! / max. 1000 Zeichen

3. Beschreiben Sie, welchen Nutzen und Vorteile Ihre Technologie bzw. Ihr Verfahren
zukünftigen Anwendern bringt! / max. 1000 Zeichen

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1. Welche sind aus Ihrer Sicht konkrete Anwendungen, Anwender/Nutzer und Märkte, 
die sich mit Ihrer Technologie / Verfahren ergeben sollen? / max. 1000 Zeichen

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 



4. Welche konkreten Verwertungsschritte planen Sie im Projekt? 
Welche Kooperationspartner bringen Sie ein, welche suchen Sie? / max. 1000 Zeichen

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung / Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten: 

Mit der Einreichung der Bewerbung zum TIP Förderwettbewerb erklären wir uns einverstanden, 
dass die von uns hier erhobenen personenbezogenen Daten für die Durchführung, Auswertung 
und Evaluation des TIP Förderwettbewerbs und der daraus resultierenden Projekte sowie für 
Zwecke der Vermarktung des TUD Innovation Pools über den Zeitpunkt des 
Förderwettbewerbs hinaus, höchstens jedoch bis zum Ende des Förderzeitraumes, genutzt 
werden können. 
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